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Avant-propos national

Cette Norme Européenne EN IEC 61760-1:2020 a été adoptée comme Norme 
Luxembourgeoise ILNAS-EN IEC 61760-1:2020.

Toute personne intéressée, membre d'une organisation basée au Luxembourg, peut 
participer gratuitement à l'élaboration de normes luxembourgeoises (ILNAS), 
européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC) : 
 
- Influencer et participer à la conception de normes 
- Anticiper les développements futurs 
- Participer aux réunions des comités techniques

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

CETTE PUBLICATION EST PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR 
Aucun contenu de la présente publication ne peut être reproduit 
ou utilisé sous quelque forme ou par quelque procédé que ce 
soit - électronique, mécanique, photocopie ou par d'autres 
moyens sans autorisation préalable !
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Avant-propos européen 

Le texte du document 91/1648/FDIS, future édition 3 de IEC 61760-1, préparé par le TC 91 
"Techniques d'assemblage des composants électroniques", a été soumis au vote parallèle IEC-
CENELEC et approuvé par le CENELEC en tant que EN IEC 61760-1:2020. 

Les dates suivantes sont fixées: 

• date limite à laquelle ce document doit être mis en application au 
niveau national par publication d’une norme nationale identique ou par 
entérinement 

(dop) 2021-05-18 

• date limite à laquelle les normes nationales conflictuelles doivent être 
annulées 

(dow) 2023-08-18 

Ce document remplace l’EN 61760-1:2006 ainsi que l’ensemble de ses amendements et corrigenda 
(le cas échéant). 

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CENELEC ne saurait être tenu pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

 

Notice d’entérinement 

Le texte de la Norme internationale IEC 61760-1:2020 a été approuvé par le CENELEC comme 
Norme Européenne sans aucune modification. 

Dans la version officielle, ajouter dans la Bibliographie les notes suivantes pour les normes indiquées: 

IEC 60062 NOTE Harmonisée comme EN 60062 

IEC 60068-1 NOTE Harmonisée comme EN 60068-1 

IEC 60068-2-20 NOTE Harmonisée comme EN 60068-2-20 

IEC 60068-2-69 NOTE Harmonisée comme EN 60068-2-69 

IEC 60191-6-19 NOTE Harmonisée comme EN 60191-6-19 

IEC 60352-5 NOTE Harmonisée comme EN 60352-5 

IEC 60749 (série) NOTE Harmonisée comme EN 60749 (série) 

IEC 61188-5-1 NOTE Harmonisée comme EN 61188-5-1 

IEC 61189-5-504 NOTE Harmonisée comme EN IEC 61189-5-504 

IEC 62474 NOTE Harmonisée comme EN IEC 62474 
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Annexe ZA 
(normative) 

 
Références normatives à d'autres publications internationales 

avec les publications européennes correspondantes 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des 
exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les 
éventuels amendements). 

NOTE 1 Dans le cas où une publication internationale est modifiée par des modifications communes, indiqué 
par (mod), l'EN/le HD correspondant(e) s'applique. 

NOTE 2 Les informations les plus récentes concernant les dernières versions des Normes Européennes 
listées dans la présente annexe sont disponibles à l'adresse suivante: www.cenelec.eu. 

Publication Année Titre EN/HD Année 

IEC 60068 - Essais d'environnement - - 

IEC 60068-2-2 - Essais d'environnement - Partie 2-2: Essais 
- Essai B: Chaleur sèche 

EN 60068-2-2 - 

IEC 60068-2-21 - Essais d'environnement - Partie 2-21: 
Essais - Essai U: Robustesse des sorties et 
des dispositifs de montage incorporés 

- - 

IEC 60068-2-45 1980 Essais fondamentaux climatiques et de 
robustesse mécanique - Partie 2-45: Essais 
- Essai XA et guide: Immersion dans les 
solvants de nettoyage 

EN 60068-2-45 1992 

+ A1 1993  + A1 1993 

IEC 60068-2-58 - Essais d'environnement - Partie 2-58: 
Essais - Essai Td: Méthodes d'essai de la 
soudabilité, résistance de la métallisation à 
la dissolution et résistance à la chaleur de 
brasage des composants pour montage en 
surface (CMS) 

EN 60068-2-58 - 

IEC 60191-6 - Normalisation mécanique des dispositifs à 
semi-conducteurs - Partie 6: Règles 
générales pour la préparation des dessins 
d'encombrement des boîtiers pour 
dispositifs à semi-conducteurs pour 
montage en surface 

EN 60191-6 - 

IEC 60194-2 - Printed boards design, manufacture and 
assembly - Vocabulary - Part 2: Common 
usage in electronic technologies as well as 
printed board and electronic assembly 
technologies 

- - 
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Publication Année Titre EN/HD Année 

IEC 60286-3 - Emballage de composants pour opérations 
automatisées - Partie 3: Emballage des 
composants pour montage en surface en 
bandes continues 

EN IEC 60286-3 - 

IEC 60286-4 - Emballage des composants pour opérations 
automatisées - Partie 4: Magasins 
chargeurs pour composants électroniques 
encapsulés dans des boîtiers de différentes 
formes 

EN 60286-4 - 

IEC 60286-5 - Packaging of components for automatic 
handling - Part 5: Matrix trays 

EN IEC 60286-5 - 

IEC 60286-6 - Emballage des composants pour opérations 
automatisées - Partie 6: Emballage en vrac 
des composants pour montage en surface 

EN 60286-6 - 

IEC 60749-20 2008 Dispositifs à semiconducteurs - Méthodes 
d'essais mécaniques et climatiques - Partie 
20: Résistance des CMS à boîtier plastique 
à l'effet combiné de l'humidité et de la 
chaleur de brasage 

EN 60749-20 2009 

IEC 61188-6-4 - Cartes imprimées et cartes imprimées 
équipées - Conception et utilisation - Partie 
6-4: Conception de la zone de report - 
Exigences génériques pour les dessins 
dimensionnels de composants montés en 
surface (CMS) du point de vue de la 
conception de la zone de report 

EN IEC 61188-6-4 - 

IEC 61340-5-1 - Électrostatique - Partie 5-1: Protection des 
dispositifs électroniques contre les 
phénomènes électrostatiques - Exigences 
générales 

EN 61340-5-1 - 

IEC 61340-5-3 - Electrostatique - Partie 5-3: Protection des 
dispositifs électroniques contre les 
phénomènes électrostatiques - 
Classification des propriétés et des 
exigences relatives à l'emballage destiné 
aux dispositifs sensibles aux décharges 
électrostatiques 

EN 61340-5-3 - 

IEC 61760-2 - Technique du montage en surface - Partie 
2: Conditions de transport et de stockage 
des composants pour montage en surface 
(CMS) - Guide d&#39;application 

- - 

IEC 61760-4 - Technique du montage en surface (SMT) - 
Partie 4: Classification, emballage, 
étiquetage et manipulation des dispositifs 
sensibles à l'humidité 

EN 61760-4 - 
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Publication Année Titre EN/HD Année 

IEC 62090 - Etiquettes d’emballage de produits pour 
composants électroniques, utilisant un code 
à barres et une symbologie 
bidimensionnelle 

EN 62090 - 

IPC/JEDEC 
J-STD-020E 

- Moisture/Reflow Sensitivity Classification for 
Nonhermetic Solid State Surface Mount 
Devices 

- - 

IPC/JEDEC 
J-STD-033B 

- Handling, Packing, Shipping and Use of 
Moisture/Reflow Sensitive Surface Mount 
Devices - Includes Amendment 1 

- - 
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